
客製化共育
半導體/智慧物聯網產業

前瞻實務人才(在校生) 之專屬管道

指導單位： 經濟部產業發展署
主辦單位： 財團法人工業技術研究院電子與光電系統研究所



簡報大綱

人才精進計畫-鏈結產學研資源&打造客製化人才專屬管道
• 人才精進計畫目標
• 精進人才實務能力之重點領域與主題
• 精進人才實務能力之專題規劃作法

產學研單位參與計畫事項與助益
• 參與計畫的單位要做些什麼
• 參與產學研共育的助益

與人才精進計畫的合作樣態
• 可搭配人才精進計畫的機制

• 人才精進計畫運作期程

人才精進計畫成果
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人才精進計畫-
鏈結產學研資源&打造客製化人才專屬管道
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 打造企業所需客製化前瞻
實務人才
以研究單位為主軸，企業需求
技術專題為主題，串聯產學研
資源規劃實務專題，結合產學
研師資、場域實作，以實務導
向推動。

 提前為企業精進所需人才
之實務能力
提供在校生為期6個月(2-7月)
的實務型專題實作計畫與實作
場域(含補助)，指派研究單位
與企業師資指導。

半導體產學研共育人才實務能力計畫

客製化精進產業前瞻實務人才能力

依企業需求(技術研發/人才)規劃
跨界共育切合產業需求人才之專業實務能力

招
生
目
標

企業需求之大學院校在校之大三/大四、碩士
生、博士生

依企業人才需
求彈性招募

結合企業出資

業界出題

客製化人才

量
+
質

研究單位能量+企業出資共育+產研場域實作+客製化精進實務技能

• 政府投入(帶動研究單位投入資源與經費)、企
業出資(包含場域、設備、師資…等)

• 由研究單位以業界出題之產業技術專題或研
究單位前瞻研究計畫為規劃主軸，結合產學
研資源及師資，透過客製化實務專題，產學
研共育前瞻實務人才。

運
作
機
制

人才精進計畫目標
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共育之企業承諾提供完
成計畫之人才工作機會
• 企業任職
(包含研發替代役)
• 企業實習

產學研跨界合作 客製化精進產業前瞻實務人才能力 正式投入半導體/ 
AIoT產業

研究
單位

企業

學界

產學研共育精進單位
(簡稱精進單位)

單一/多家企業

在校菁英參與&
企業出資共育

頂尖大學、一般大學
(含科大)在校生(大三/

大四/碩博生)

招募來源:

• 交流平台引薦媒合

• 企業/研究單位推薦及
招募

• 教授引薦

產
學
研
合
作
共
同
規
劃

客製化共育實務專題

半導體產業技術專題/
研究計畫

研究單位工程師/
產學界指導師

指導師
機制

鏈結
實務計畫

產研場域實作

場域實作/
成果發表

前瞻研發實務成果發表

成果展示 研發心得

廠商面談

研究單位 廠商

業
界
出
題

研
究
計
畫

需扣合業界需求主題
或三大技術主題

(智慧次系統/異質整合平
台/智慧決策晶片) 能力評估

人才精進計畫在做甚麼?
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半導體

物聯網人工智慧

企業需求技術專題
 半導體/AIoT應用領域相關技術

智慧決策(AI)晶片
 高效人工智慧處理器晶片
 計算儲存一體整合晶片
 類神經元運算
 …

異質整合平台
 異質整合架構設計
 異質整合封裝技術
 光電異質整合技術
 異質微型元件系統組裝
 多功能異質元件檢測技術
 …

智慧次系統
 無人機/機器人
 智慧教育
 智慧製造系統(MES)
 智慧汽車
 智慧醫療/照護/健康
 AR/VR
 3D列印
 …

精進人才實務能力之重點領域與主題
 由經濟部產業發展署指導，工研院電光系統所維運，國內具備研發能量之研究單位執
行。每年集結企業、學界專家，共同針對產業人才需求，以在校生(大三以上)為對象，
訂定人才實務能力精進重點領域與主題：

企業出題

研究計畫執行

研究計畫執行

研究計畫執行
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精進人才實務能力專題與時數

實務專題類型 實務專題內容

研發計畫/企業需求專題

參與以下項目至少一種:
 產業發展署/產業技術司/其他政府經費支援之研發計畫
 產學研合作開發計畫
 企業需求專題

實習/實作單元 對應研發計畫/企業需求專題對應之實務專題，進行特定實務操作/
實驗…等

專題競賽(非必需) 參加晶片設計/半導體應用相關競賽或專題競賽

業界交流 參加研討會/工作坊/展覽…等

大學生前瞻實務人才: 6個月期間，最低總時數為240小時(需於研究單位及合作企業場域完成，各別至少80小時)
碩士生前瞻實務人才: 6個月期間，最低總時數為360小時(需於研究單位及合作企業場域完成，各別至少120小時)
博士生前瞻實務人才: 6個月期間，最低總時數為360小時(需於研究單位及合作企業場域完成，各別至少120小時)

 精進實務專題內容

 在校生參與時數
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精進人才實務能力之專題規劃作法

項目
大學生前瞻實務人才(每人每月) 碩士生前瞻實務人才(每人每月) 博士生前瞻實務人才(每人每月)

政府經費(40%) 企業出資(60%) 政府經費(40%) 企業出資(60%) 政府經費(40%) 企業出資(60%)

FY112前瞻實務能
力發展經費

前瞻實務人才

專題研究經費
4,000 6,000 6,800 10,200 8,000 12,000

共育實務專題

發展經費
21,000 31,500 21,000 31,500 21,000 31,500

小計 25,000 37,500 27,800 41,700 29,000 43,500

合計 62,500 69,500 72,500

企業出資部分包含:
提供人才研究費、場域、
設備使用/維護、指導師、
講師、材料…等費用
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 企業需出資前瞻實務人才共育人數之6成經費，其餘經費以前瞻實務人才員額(大學生/
碩士生/博士生)依申請須知之政府經費出資項目金額計算。

前瞻實務能
力發展經費

依員額及身分計算；
每位人才前瞻實務
能力發展總費用

40%

企業出資
依共育員額及身份出
資；每位人才前瞻實
務能力發展總費用

60 %

政府經費申請

若企業提供增額津貼/獎助金等支持人才實務能力精進費用，相關規
範與發放方式需與研究單位另行約定與處理。

申請之計畫經費於精進單位遴選後，依審查
結果為正式核定計畫書編列金額上限。

※FY114經費將視整體計畫預算調整



產學研單位參與計畫事項與助益
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企業 研究單位 學界

參與計畫的單位要做些什麼？
主要申請單位

 提出企業技術主題/人才需求
提出需求，由研究單位協助串接企業
技術/人才需求,客製化實務專題; 亦可
推薦希望之學生對象

 企業出資共育
出資共育之前瞻實務人才之6成發展經
費(包含實作場域、設備、業師…等資
源)

 優先提供人才工作機會
保證正式職/實習職機會

 訂定企業與人才共育合約內容
讓人才清楚認知參與內容及權利義務，
增加企業與人才之保障

 與企業/學校教授合作，擔任
溝通橋樑
由研究單位為主要申請單位，進行規
劃與行政作業、串接產學能量與人才
招募管道

 規劃/執行客製化實務專題
依企業技術/人才需求，規劃客製化實
務專題，並以實務為導向

 以師徒機制精進人才實務能力
導入研究單位工程師、業界指導師，
透過指導師群從旁輔導及技術即時實
作支援，精進在校生研發等實務能力
與經驗

 依需求引薦在校生
由系所或合作教授依專題性質及企業
需求，考量年級、個別專業等，引薦
合適之在校生加入計畫

 可深入參與實務專題
合作教授可進一步深入參與，輔助指
導，或擔任研究顧問，協助在校生能
順利與業界/研究單位交流

 與業界/研究單位合作研究計畫
可與業界/研究單位合作與實務專題技
術相關之研究開發案或計畫，進而鏈
結在校生參與人才精進計畫或在校之
研究主題/專題
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 攜手學研單位，增加職前訓練
態樣，及降低成本
提前選定在校人才投入研究單位實
務磨練，結合政府經費共育所需人
才，降低企業訓練成本

 減少政府計畫之行政作業成本
以研究單位為申請主體，並處理專
題規劃、擔任產學溝通橋樑、計畫
文件管考、績效評量…等行政作業

 客製化共育所需人才
以企業需求主導，設計實務研究專
題/計畫，共育企業所需人才

 創造研發合作機會
與不同學研單位進行研發激盪，共
創研發契機

 拓展跨界創新合作模式
拓展與更多廠商與學校合作的機會
及模式

 增進研發能量
政府經費投入加強研發力道

 加速在校菁英投入產業
引薦人才管道；於教育體系外，
增加人才關鍵價值，加速學生
就業

 開拓與產研合作研究計畫
創造與產研單位合作研究專題/計畫可能

 提供學生實習(作)學分機會
與研究單位合作提供學生實習(作)學分

半導體
人才
共育

產

官

研

學

參與產學研共育的助益
 建置產學研交流合作平台，擴大研究資源能量，促成產學研三贏
 投入政府資源，協助產業訓練所需關鍵實務人才



與人才精進計畫的合作樣態
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可搭配人才精進計畫的機制

歡迎參與人才精進計畫

• 實習學分制度
• 實作專題課程
• 學研合作(與研究單位合作案)

• 產學合作(推動與企業合作之中心/管道)

學界-若已有/規劃(下列其中之一)

• 提供實習機會
• 產學合作(研究計畫、專題、實習學分…)

• 產研合作(與研究單位合作案)

• 提供大學院校生獎學金制度

企業-若已有/規劃(下列其中之一)



人
才
精
進
計
畫
運
作
期
程

【遴選精進單位】
遴選國內具備研發能量之研究
單位做為發展人才實務能力的
精進單位，串接產學需求與能
量

【Kick-off meeting】
集結學術、研究單位、企業專
家，共同針對產業人才需求，
以在校生為對象，訂定精進人
才實務能力之重點領域與主題。

【客製化實務專題期間】
以企業需求規劃，研究單位、
企業專家與學界共同指導，結
合場域實作，客製化精進產業
人才

【成果發表、與共育企業交流】
•安排在校生向企業專家發表實務
專題成果

•安排在校生與企業交流活動

114/01 114/02-07 114/04-07

人才精進計畫運作期程
 1.參與計畫之年度kick-off meeting
 2.與研究單位合作規劃企業出題實務專題：

• 推薦在校生參與、擔任指導師、企業出資提供場域、設備等資源、提供實習及職缺機會

【推動在校生與職場接軌】
企業提供實習及職缺，促進
人才於參與計畫投入共育之
企業

114/07後

【主題式跨界介接合作商談活動】
針對「半導體產學研共育人才實務
能力精進計畫」之計畫運作機制、
精進單位之技術能量及推動成果，
以及產學研合作經驗予以說明。

113/10/29 113/11



人才精進計畫成果
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研究單位業界 學界
擴增企業認同
出資共育人才

開發合作教授
引進在校生參與

產學研共育客製化前瞻實務人才

66家共育企業 2大研究機構/
24個精進單位計畫

50項研究計畫及專題

33間大學/科大

110-113共293位完成前瞻實
務人才之實務能力精進 , 前瞻實
務人才滿意度平均達93% ，共

育企業滿意度平均達92%

持續推動跨界交流擴增合作可能
促進大心生物科技、聚典資訊 等與工研院
技術單位媒合交流

FY110-FY113人才精進計畫成果

企業需求主題+師徒機制+產研場域實作+實務導向

半導體產業領域 智慧電子產業領域

110-113年共200位(68%)人才
留任共育之企業實習或正式任職
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歡迎參與人才精進計畫
加入合作共育

半導體產學研共育人才實務能力精進計畫推動辦公室(APDT)：
計畫網站： https://www.apdtalents.org.tw
客服信箱： apdtalents@apdtalents.org.tw

↑瞭解更多

https://www.apdtalents.org.tw/
mailto:apdtalents@apdtalents.org.tw

	投影片編號 1
	簡報大綱
	人才精進計畫-�鏈結產學研資源&打造客製化人才專屬管道�
	投影片編號 4
	投影片編號 5
	投影片編號 6
	投影片編號 7
	投影片編號 8
	產學研單位參與計畫事項與助益��
	投影片編號 10
	投影片編號 11
	與人才精進計畫的合作樣態��
	投影片編號 13
	投影片編號 14
	人才精進計畫成果��
	投影片編號 16
	投影片編號 17

